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	   社團法人台灣光電與半導體設備產業協會(TOSEA)短期專業訓練班

【LED的特性、散熱手法以及品質評估人才培訓班】工業局補助


    半導體照明正引發世界照明光源的革命。作為新型高效固體光源，半導體照明具有長壽命、節能環保、色彩豐富、微型化等優點，為人類照明史上的又一次飛躍。近年日本"21世紀光計畫"、美國"下一代照明計畫"、歐盟"彩虹計畫"、韓國"GaN半導體發光計畫"等政府計畫紛紛出爐，提昇LED照明用的亮度及降低照度不均是目前急需技術提昇的課題。隨LED的性能不斷提高，應用市場也隨之擴大，隱藏在背後的原因是使用GaN、AllnGaP發光材料的高輝度LED，擁有長壽、省電、耐震、低電壓驅動等優秀的特色，並且超越燈泡和鹵素等的高發光效率的LED更是在最近幾年陸續被研發出來，因此，面對未來相信高亮度LED的市場發展將會更為快速與廣泛。LED的封裝除了保護內部LED晶片之外，還兼具LED晶片與外部作電氣連接、散熱等功能。LED的封裝要求LED晶片產生的光線可以高效率取至外部，因此封裝必需具備高強度、高絕緣性、高熱傳導性與高反射性，接合劑的包覆面積與LED晶片的面積幾乎相同，因此無法期待水平方向的熱擴散，只能寄望於垂直方向的高熱傳導性。日本的專家來台分享最新的LED組裝技術，提供日本的經驗，協助廠商發現問題、解決問題。
	7/31(五)
	議題/内容
	演講者

	09:30~10:20
	為了達到高壽命化LED晶片的課題與分析
LED晶片為了達到高壽命化的關鍵因素
達到高壽命化LED品管應注意事項分析
未來LED高效率與高壽命的開發課題
	旭晶光電
經理
羅俊仁

	10:30~11:20
	降低LED劣化的封裝技術及材料
目前各種LED封裝材料的特性分析
影響LED壽命的封裝材料課題分析
LED封裝材料今後的課題
	長春人造樹脂 
研發部

陳智富

	11:30~12:20
	超高亮度LED晶片散熱技術
LED發光效率與熱轉換分析
超高亮度LED散熱設計與材料選用分析
LED散熱設計未來發展趨勢
	旭明光電         製程處 處長       劉文煌

	13:30~16:45
	LED的劣化因素分析以及靜電、熱阻抗的測量
關於LED的劣化與不良分析 / 一般性LED的特性測量說明 / 針對測量時須注意的事項（Contact相關）/ 關於LED的使用壽命(LRC研究報告實例）/ 劣化主要因素的測量（壽命和靜電）/ 關於Thyristor特性的測量 / 關於熱阻的測量與分析 / 信頼性試驗與劣化相關問題分析
	日本 Teknologue　　代表取締役社長　   星野　房雄


※主辦單位保留講師及議題更動權
◆【主辦單位】：經濟部工業局   ◆【承辦單位】：半導體學院    
◆【執行單位】：社團法人台灣光電與半導體設備產業協會(TOSEA)
· 開課日期：98年07月31日星期(五)09：30~17：00，共6小時
· 開課地點：新竹科技生活館203會議室(新竹科學園區工業東二路1號）
· 報名日期：即日起至7月28日。
· 收費標準：每人3,500元整，會員3,000元整（原價NT$6,000，政府補助 NT$2,500，學員自付 NT$3,500）本課程經工業局補助，上課學員皆需依工業局規定填寫相關資料，一張限填ㄧ人，且學員出席時數需達報名課程時數八成以上，方可適用工業局補助，若未符合規定者，則需將其政府補助費用繳回。
---＜本案聯絡人：TOSEA鄭雅存小姐 TEL:02-27022086  FAX ：02-27551243 e-mail:registration@tosea.org.tw＞-----
	☆TOSEA  LED的特性、散熱手法以及品質評估人才培訓班【報名表】

	基
本
資
料

	姓    名
	
	身分證字號
(護照號碼)
	
	出生年/月/日
	
	性別
	□男□女

	
	公司全銜

(發票抬頭)
	
	公司

統一編號
	

	
	服務單位
	□同上
	服務部門
	
	職稱
	

	
	地    址
	郵遞區號□□□-□□   
	產 業 別
	□100農、林、漁、牧業  □101礦業及土石採取業  □102製造業 □103水電燃氣業  

□104營造業  □105批發及零售業  □106住宿及餐飲業  □107運輸、倉儲及通信業  □108金融及保險業  □109不動產及租賃業  □110專業、科學及技術服務業  

□111教育服務業  □112醫療保健及社會福利服務業  □113文化、運動及休閒服務業 
□114其他服務業  □115公共行政業  □116待業   □117學生

	
	
	        縣         鄉鎮            路      段        巷       號
        市         區市            街                弄       樓

	
	電    話
	(   )            分機
	行動電話
	

	
	傳    真
	(   )            分機
	E-mail
	

	
	最高學歷
	□高中職 □專科 □學士 □碩士 □博士 □其他

	參
訓
背
景
	1.請問貴公司或服務單位的員工人數大約有多少人？ (1)□10人以下   (2)□11～50人   (3)□51～100人   
 (4)□101～200人   (5)□201～500人   (6)□501～1000人   (7)□1001～2000人  (8)□2001人以上
2.您是否願意接收定期 "培訓資訊"通知？    (1)□願意          (2)□不願意
3.您希望由何種方式接收"培訓資訊"(第2題選不願意者免填此題)？ (1)□電子郵件    (2)□傳真     (3)□郵件
4.您是否知道工業局對本培訓班之補助？       (1)□知道          (2)□不知道
5.您由何處獲得培訓招生消息？(可複選) (1)□同事或同業   (2)□親朋好友   (3)□公司公告   
 (4)□就服機構或職訓單位   (5)□政府公告   (6)□學校公告   (7)□培訓單位   
 (8)□報紙廣告 ○中時 ○聯合 ○蘋果 ○自由 ○工商/經濟 ○其他_________
 (9)□廣播   ○中廣 ○HIT FM ○其他____________   (10)□網站  ○工業局 ○半導體學院 ○104 ○其他______

 (11)□eDM   ○半導體學院 ○104 ○其他____________   (12)□其他管道
6.您的參加培訓的動機為：(1)□公司目前工作需要而由公司選派   (2)□公司未來需要而由司選派  

(3)□個人目前工作需要自行申請而獲准     (4)□個人未來發展

	備
考
	本人同意本資料表得由工業局或其授權之專案管理單位於執行本計畫範圍內進行電腦處理。



      





 本人簽名：

        




	報名注意：請將此報名表連同匯款單據或支票，傳真或寄至TOSEA秘書處鄭雅存小姐，並請來電確認，報名方

式才算完成。恕不接受現場繳費。發票於當日交給參加者。※備註─請勿塗改轉出帳號，以利本會對帳核銷

	□ 支票或匯票─請開立98年7月31日到期支票，“掛號”郵寄方式繳費並附報名表影本
· 支票或匯票抬頭─社團法人台灣光電與半導體設備產業協會(請寫全名)
· 郵寄地址─106台北市仁愛路四段68號6樓　鄭雅存小姐收
	□ 電匯或ATM轉帳
· 受款帳戶─社團法人台灣光電與半導體設備產業協會（請寫全名）
· 受款銀行─土地銀行工研院分行
· 受款帳號─156-001-00095-1

	※報名取消與退費方式：
1.已完成繳費之學員如因故無法前來課程，得以改換公司其他人員前往，並請來電主辦單位告知參加人員有更換。
2.學員若因個人因素無法繼續課程，於上課前三日提出，主辦單位將酌收原課程費之1/4為行政手續費，開課前一日提出將無法要求退費，課程後由主辦單位郵寄講義。








